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１．概要（Summary） 

SiCの加工ダメージ評価にはTEMを用いているが、破

壊試験であることと、試料加工を含めて多大な時間がか

かることが問題であった。 
そこで、短時間での非破壊評価が可能なラマン分光法

に着目し、貴学の設備（ラマン分光器）を活用して上記評

価手法の実現可能性を明らかにした。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 レニショー製  ラマン分光装置 
【実験条件】 
波長：532nm 測定範囲：X2um Y2um Z4um 
測定ステップ：X0.1um/step Y0.5um/step 

Z0.1um/step 
グレーティング：1800line/mm 露光時間：0.5sec 
レーザパワー：100％（70mW） スポット径：1um 
【実験方法】 

各水準（異なる研削面状態）を最表面から測定し、2D・

3D マッピング像を取得する 
(a)：粗研削面 （ｂ）:仕上げ研削面 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

各水準をラマン分光により評価し 2D、3D マッピング像

を取得した。（Fig. 1） 
SiC 最表面からの測定で深さ方向に半値幅の変化を得る

事が出来、2D、3D マッピング像にて加工ダメージの見え

る化が可能と考える。 
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Fig. １ 2D ＆ 3D mapping images  

 
 
４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
なし。 

 
６．関連特許（Patent） 
なし。 
 
 
 


